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nergesteJIt warden. Lot- und leWIhige Partikel sind zweck- 
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£J&5^5ft an 9ebraoht. wo die Ausbildung elektrischer 
Kontakte erfolgen soil. 
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Beschreibung 

Die Erf inching betrif ft eine Chipkarte f Or die kontakt- 
lose und/oder kontaktbehaftete Datenubertragung, so- 
wie ein Verf ahren zu deren Herstellung. 

Chipkarten fur die sogenannte kontaktbehaftete Da- 
tenubertragung weisen einen mit dem Kartenkorper 
verbundenen Chipkarten (CC)-Modul auf, der ublicher- 
weise einen auf einem Kunststofftrager befindlichen 
Halbleiterchip umfaBt, der mit einem galvanischen Kon- 
taktfeld verbunden ist Die Kontaktflachen sind nach 
ISO 7810 oder ISO 7816 standardisiert Irn Karteniese- 
ger&t werden diese Kontaktflachen durch eiektrische 
Abhebekontakte abgetastet 

Bei kontaktlos arbeitenden Systemen erfolgt die Da- 
tenubermittlung durch elektromagnetische Wechself el- 
der mittels wenigstens einer in der Chipkarte angeord- 
neten induktiven Spule. 

Bei sogenannten Kombikarten sind beide Systeme in 
einer Karte vereint Die Kombikarte verfugt also so- 
wohl fiber ein Kontaktfeld fur die galvanische Daten- 
ubertragung als auch uber einen induktiv gekoppelten 
Kontakt Hierzu ist es erforderlich, neben den elektrisch 
leitenden Verbindungen vom Halbleiterchip zum Sy- 
stem fiir die kontaktbehaftete Datenubertragung auch 
Verbindungen zum System far die kontaktlose Daten- 
ubermittiung herzustelienu 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung eine Chipkarte 
anzugeben, bei der die erforderiichen elektrisch leiten- 
den und mechanischen Verbindungen auf besonders 
einfache Weise realisiert sind, sowie ein Verfahren zur 
Herstellung solcher Chipkarten zu schaffen. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt mit einem Gegen- 
stand nach den Merkmalen gemSB Anspruch 1 bzw. 
dem Verfahren gemSB Anspruch 9. Weitere Ausgestal- 
tungen ergeben sich aus den Unteranspruchen. 

Nach einem Grundgedanken der Erf indung wird eine 
Chipkarte fur die kontaktlose und/oder kontaktbehafte- 
te Datenubertragung angegeben, welche einen Halblei- 
terchip und Kontaktflachen fiir die kontaktbehaftete 
Datenubertragung und daneben AnschluBstellen und 
wenigstens ein Mittel fiir die kontaktlose Datenubertra- 
gung, in der Regel wird dies eine Induktionsspule sein, 
umfaBt Die erfindungsgemaBe Chipkarte zeichnet sich 
dadurch aus, daB die elektrisch leitenden Verbindungen 
zwischen den AnschluBstellen und dem Mittel fur die 
kontaktlose Datenubertragung mittels Loten herge- 
stellt ist, wobei die mechanische Verbindung durch 
HeiB- oder Schmelzkleben, aber auch durch Lotung, 
erfolgen kann. 

ZweckmaBig weist der HeiB- oder Schmelzkleber 
partiell elektrisch leitende, 16tfahige Partikel auf. Beson- 
ders bevorzugt werden diese elektrisch leitenden, lotfa- 
higen Partikel bereits bei der Preparation des Klebers 
auf einer Tragerfolie zugesetzt bzw. aufgebracht 

GrdBe und Menge der abschnittsweise dem Klebstoff 
zugesetzten Ldtp.uiikel richtet sich nach der Art der 
Kontaktausbildung bzw, der Kontaktflachen der Chip- 
karte. Der Durchmesser einer zwischen vorgesehenen 
Kontaktflachen und auf einem HeiB- oder Schmelzkle- 
berfiim befindlichen Ldtkugel liegt beispielsweise im 
Bereich zwischen 15 und 25 urn 

Die Menge der leitenden Partikel wird zweckmaBig 
so gew&hlt, daB zwischen den AnschluBstellen und dem 
Mittel zur kontaktlosen Datenubertragung genugend 
Partikeln zu liegen kommen, um eine ausreichende eiek- 
trische Verbindung durch Loten aufzubauen 

GemaB dem erfindungsgemaBen Verfahren kommt 
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die elektrisch leitende Verbindung dadurch zustande, 
daB der auf der Tragerfolie befindliche Klebstoff zumin- 
dest im Bereich der AnschluBstellen und/oder der Ver- 
bindungsstellen des Mittels fur die kontaktlose Daten- 
5 Ubertragung leitfahige Partikel oder Schichten aufweist, 
die eine elektrisch leitende Brucke zwischen AnschluB- 
stellen und dem Mittel zur kontaktlosen Datenubertra- 
gung durch Loten bilden konnen. 

Bei der Herstellung von Chipkarten wird Uberwie- 

io gend so vorgegangen, daB zunachst ein Modui herge- 
stellt wird, der einen Kunststofftrager umfaBt, auf dem 
ein Halbleiterchip angeordnet ist Der Modul wird dann 
mit dem Kartentrager aus Kunststoff, z. B. Polycarbo- 
nat, verbunden, Oblicberweise wird der Modul in eine in 

15 den Kartenkorper gefraste Kavitat implantiert 

Besonders bevorzugt erfolgt die Herstellung der er- 
findungsgemaBen Chipkarten unter Verwendung der 
oben beschriebenen, bereits bekannten Komponenten 
und Verfahrensschritte. ZweckmaBig verwendet die Er- 

20 findung also einen Qblichen Modul, dem jedoch eine 
Kontaktebene mit den AnschluBstellen fiir das Mittel 
zur kontaktlosen Datenubertragung hinzugeffigt wird. 
In der Regel wird der Modul mit zwei weiteren An- 
schluBstellen erganzt, die auf ubliche Weise mit dem 

25 Halbleiterchip verbunden werden. 

Besonders bevorzugt sind die AnschluBstellen erha- 
ben auf einer OberflSche des Modultragers, vorzugs- 
weise der Seite, die den Halbleiterchip tragt, ausgebil- 
det Die Hone der AnschluBstellen richtet sich nach Art 

30 und Abmessungen der Karte und kann beispielsweise 
zwischen 1 und 20 urn betragen. Bevorzugt bestehen die 
AnschluBstellen aus Metall und werden auf an sich be- 
kannte Weise, z. B. durch Aufkleben, Aufdrucken, Auf- 
dampfen, Galvanisieren oder ahnliches, hergestellt Be- 

35 sonders bevorzugt wird die zusStzliche AnschluBebene 
hergestellt, indem ein Streifen aus Metall auf den Mo- 
dultrager iarniniert und anschlieBend strukturiert wird. 
Lage und GroBe richtet sich nach GroBe und Lage des 
Mittels fur die kontaktlose Datenubermittlung und spe- 

40 ziell dessen Verbindungssteilen. 

Das Mittel fur die kontaktlose Datenubermittlung, 
vorzugsweise eine Induktionsspule, ist in zweckmaBiger 
Weise in den Kartenkorper integriert oder auf diesem 
angeordnet, wobei die Verbindungsstellen zu den An- 

45 schluBstellen freiliegen. Beispielsweise kdnnen im Fall 
einer in den KartenkSrper integrierten Kupferdraht- 
spule Verbindungsstellen beim Frasen der Kavitat fUr 
den Modul mit freigelegt werdea Bei einer derartigen 
Anordnung ist es moglich, die Verklebung von Modul 

so und Kartentrager gleichzeitig mit der Herstellung der 
elektrisch leitenden Verbindungen zwischen dem Mittel 
fiir die kontaktlose Datenubertragung und den An- 
schluBstellen des Moduls durchzufuhren. Hierfiir kann 
ein Stempei eingesetzt werden, welcher sow'ohl Druck- 

55 krafte als auch W&rmeenergie zum Herstellen der Kle- 
be- und Lotverbindung bereitstellt 

Um das bekannte ubliche Hotmelt- Verfahren einset- 
zen zu kCnnen, wird der Klebstoff, wie erlautert, mit leit- 
und lotfahigen Partikeln in vorbestimmten Kontaktab- 

eo schnitten versehen. Die Herstellung der mechanischen 
Klebeverbindung erfolgt dann in an sich bekannter 
Weise, wobei die eiektrische Verbindung der Kontakte 
durch gezieltes Einbringen von Warme mindestens in 
die Bereiche der Kontaktabschnitte realisiert wird. 

65 Die Erfindung soli nun unter Bezugnahme auf eine 
Zeichnung am Beispiel einer bevorzugten Ausfiihrungs- 
form naher erlautert werden. Dabei zeigt 
Fig. 1 schematisch einen Querschnitt durch eine erfin- 


3 

dungsgemaBe Chipkarte im Bereich einer elektrisch lei- 
tenden Verbindungsstelle zwischen einer AnschluBstel- 
le und einem Mittel zur kontaktlosen Datenubertragung 
und 

Fig. 2 eine schematische Skizze zur Eriauterung des 5 
Verfahrens, namlich am Beispiel der Herstellung der 
elektrisch ieitenden Verbindung, die in Fig. 1 dargestelit 
ist 

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine Chipkarte 1 
im Bereich einer elektrisch Ieitenden Verbindungsstelle 10 
zwischen einer AnschluBstelle 2 und einem Mittel 3 zur 
kontaktlosen Datenubertragung, hier einer Indukions- 
spule. Die Induktionsspule 3 ist in den Kartentrager 5, 
der Qblicherweise aus Kunststoff, z. B. Polycarbonat, be- 
stent, integriert Im Bereich der Verbindungsstelle ist ein 15 
Abschnitt der Spule, beispielsweise durch Frasen der 
Kartentrageroberflache, freigelegt Die eine der beiden 
in Fig. 1 gezeigten AnschluBstellen 2 der Karte zur Spu- 
le 3 ist als Metallstreifen auf dem Trager 6 des Moduls, 
z. B. einer Kunststoffolie, ausgebildet und befindet sich 20 
auBerhalb des Bereichs des Tragers in dem der Halblei- 
terchip angeordnet ist Die elektrisch leitende Verbin- 
dung wird zwischen AnschluBstelle 2 und Induktions- 
spule 3 mitteis Loten in der Kieberschicht 4 selektiv 
eingebrachter L6tkugeln 8 hergestellt Im gezeigten Fall 25 
wird der Slebstoff im Bereich der gesamten Oberflache 
des Moduls aufgetragen, wobei zwischen Induktions- 
spule 3 und AnschluBstelle 2 die selektiv im Klebstoff 
befindlichen leit- und ldtfahigen Partikel zum Liegen 
kommen.. 30 

Wie efwahnt, wird als, bevorzugter Klebstoff ein 
HeiB- oder Schmelzklebstoff verwendet Bei Verwen- 
dung derartiger Klebstoffe kann die Verbindung vom 
Modul rn\t Kunststofftrager 6 und AnschluBstelle 2 zu 
dem Karjenkorper 5 bei gleichzeitiger Herstellung der 35 
Lotverbmdung mitteis Ldtkugein 8 zwischen AnschluB- 
stelle 2 mid Induktionsspule 3 unter Verwendung des 
weitverbreiteten Hotmelt- Verfahrens erfolgen, wofur 
ein universeller Heiz- und Druckstempel 9 einsetzbar 
ist ^ 40 

Dies ist schematisch in Fig. 2 verdeutlicht, wo ein 
Querschnitt durch die Chipkarte gemaB Fig. 1 vor Ver- 
bindung von Modul und Kartenkorper 5 gezeigt ist 

Der im Bereich der Kavitat fur den Modul mit Kleb- 
stoff beschichtete Kartenkorper 5 mit integrierter In- 45 
duktionsspule 3 wird in passender Lage auf den Modul 
mit Trager 6 und AnschluBstelle 2 aufgesetzt Nun wird 
mit Hilfe des Heiz- und Druckstempels 9 Druck und 
Warme zugef iihrt Dadurch erweicht die Klebeschicht 4, 
und Modul und Kartenkorper 5 werden so weit zusam- 50 
mengedruckt, bis Spule 3, elektrisch leitende Partikel 8 
und AnschluBstelle 2 sich berfihren und so eine Lotver- 
bindung zustandekommt Gleichzeitig entsteht eine 
Klebeverbindung zwischen Oberflache der Kartenkor- 
perkavitat und dem Modul AnschlieBend laBt man den 55 
Klebstoff durch Erkalten ausharten, 

Auf die beschriebene Weise konnen die Verklebung 
von Modul und Kartenkorper und die Herstellung elek- 
trisch leitender Verbindungen zum kontaktlosen Daten- 
ubertragungssystem in einem Schritt unter Verwendung 60 
bekannter Verfahren erfolgen. 
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(3) fur die kontaktlose DatenQbertragung umfaBt, 
dadurch gekenxizeichnet, daB die elektrisch leiten- 
de Verbindung zwischen AnschluBstellen (2) und 
dem Mittel (3) fur die kontaktlose Datenubertra- 
gung mitteis Loten hergestellt ist 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenri- 
zeichnete daB das Mittel (3) fur die kontaktlose 
Datenubertragung eine Induktionsspule ist 

3. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnete daB das Mittel (3) fur die 
kontaktlose Datenubertragung im Bereich des 
Kartenkorpers (5) angeordnet, beispielsweise auf 
diesen aufgedruckt oder aufgeklebt oder in diesen 
integriert ist 

4. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnete daB die AnschluBstellen 
(2) erhaben auf einer Oberflache eines Tragers (6), 
welcher den Halbleiterchip und die Kontaktflachen 
fur die kontaktbehaftete Datenubertragung tragi; 
angeordnet sind. 

5. Chipkarte nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die AnschluBstellen (2) auf der Ober- 
f&che des Tragers (6) angeordnet sind, welche den 
Halbleiterchip tragt 

6. Chipkarte nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge- 
kennzeichnete daB die AnschluBstellen (2) aus Me- 
tallbestehea 

7. Chipkarte nach einem der Anspruche 4 bis 6, 
dadurch gekennzeichnete daB die AnschluBstellen 

(2) 1 bis 20 urn uber die Oberflache des Tragers (6) 
vorstehen. 

8. Chipkarte iiach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnete daB fur die Verbindung 
ein HeiB- oder Schmelzklebstoff (4), insbesondere 
ein Klebstoff auf Phenolharz- Basis eingesetzt ist, 
welchem im Bereich der AnschluBstelle (2) elek- 
trisch ieit- und ldtfahige Partikel (8) beigemengt 
sind oder diese auf die Klebstoffschicht aufge- 
brachtsind. 

9. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte nach 
einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Klebstoff (4) im wesentlichen im Be- 
reich der gesamten Oberflache des Chipkartenmo- 
duls, der in den Kartenkorper (5), welche das Mittel 

(3) fiir die kontaktlose Datenubertragung tragt, im- 
plahtiert werden soli, aufgetragen wird, wobei leit- 
und ldtfahige Partikel (8), die selektiv im Klebstoff 

(4) ein- oder aufgebracht sind, im Bereich der An- 
schluBstellen (2) positioniert werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnete die Verbindung von AnschluBstellen (2) 
und Mittel (3) fur die kontaktlose DatenCbertra- 
gung sowie von Kartenkorper (5) und Trager (6), 
welcher einen Halbleiterchip und Kontaktflachen 
fur die kontaktbehaftete Datenubertragung tragt, 
durch einen einzigen gemv^hsamen Druck-Ternpe- 
ratur-Einwirkungssehritt crfolgt 


Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 
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1. Chipkarte (1) fur die kontaktlose und/oder kon- 65 
taktbehaftete Datenubertragung, welche einen 
Modul mit Halbleiterchip, einen Kontaktkorper so- 
wie AnschluBstellen (2) und wenigstens ein Mittel 
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Abstract 


The smart card has a card carrier provided with a milled recess in one of its major surfaces. The 
recess is for reception of a semiconductor chip (25) with antenna contacts (31,32) for connection to the 
inductive antenna. The antenna is provided by an antenna coil layer (1 1 ) within the card carrier. The 
antenna coil layer has chip contacts (20,21) cooperating with the antenna contacts of the 
semiconductor chip. It has thickened sections (16,17) embedded in the card carrier and exposed during 
milling, to ensure good contact with the antenna contacts. 
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